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Beste invento se refiere al conjunbto fe dispo ,iti~

oy

vos semiconduciores y wes particularmente a una téenica Ld~

ra ensamblar un dado que ticene regiones activas sem1conduc~

toras a un conjunto de gulas de terminal.
Bn general, en la fabricacidén de dispositivos

semiconductores y especialmente para fabricar circultos in-

| tegrados, el dado que contiene i) las regiones activas Bom
miconducioras y ii) un nimero de zonas conductoras cada
‘una de las cuales celéd conectada a una regibn activa, uguale
;mente dicho dado estd situado en el centro de una oabeza.j
%La cabeze tiene normeluente una pluraelidad c¢e gulas turmii
Enale3 correspondicente al nlfimero de zonas conductoras en el
; dado. Después de colocarse el dado en la capcza se hacen.
conexionce eléciricas entre lag zonas del dado y len guiaé
corrcspondientes de lae terminales de ls cabeza, haciéndoge

:

esto comummente mediante segmentos cortos de alembre fino.

T ageh

£8508 segnentos corios de alambre deberdn ser conectados

POr un exireilo o uns zona del Gado y, por el o%ro anlemo,
2 wng guia de terminal correspondiente. Las conexiones se

haccn une POr une y por cade terminal se regulere hacer doo

 conexiones, Bl conjunto es depués comprobado y si la Wi~
Idaa Yotal es defectuoss la misma tiene gue ser des carwaud‘

por completo, incluycndo el conjunito de cabeza que ¢g rcla~

. !
tivamente costoso. 5

EZgte invento proporcions U BLOCSSO dara fabricér

un conjunto semiconductor en el cual un dado que bicns unq

pluralided de zonas conductoras de eleciricidad, ocauw una:

",

Ge las cusles zonas estd pareja con une regidn activa del}
‘dado, es conectado 2 una pelicula metélica unitaria con °

aberiuras., Una pluralidad corrospondicnte de dedos penetr¢n

5




[U—————

en les aberturas de la pelicula. Il dado ec colocado adyd-

|

centemente a la abertura dc la pelifcula de modo que un extre
L8

mo de cada dedo coincida con unes zona correspondieante delj
dado. Después de soldar los extremos de log dedos a las |

zonas corresponGientes del dado, se cortan los dedog del

O

{
resto de la pelfcula unitarisy, de estc modo la estructura

resultante comprende un dado que tiene una pluralidad de

segmentos de dedos aislados vor la pellicula, log cuales

segmentos se exticnden hacle afuera y ¢stén soslenidos por

10 ‘el dado.

In el dibujo:

Lz Pigura la muestra una vicda dC plano de un cqQn-
!
junto de acuerdo con una representacién de este invento. !

]

La Figura 1b muestra uns vicia de corte a seccidn

del counjunto ae la Figura la.

La Pigura 2 muestra una representacidn alterna-

i
%tiva de ua conjunto semiconductor de acuerdo con eslte in-
| vento. ' |

; Le Pigura 3a nuecstra une pelicula metdlica unita-
20 iria wbilizada en la aplicaciédn del proceso de este lnvento.
; La Figura 3b muestra una visia de corte a seccidn
|

i

de una porcién dez la pelicula unitaris mostrada en la Fi-

gura 3a tomada por el plano de corte 3b.

' La Tigura 3c muestra ¢l segmento de la ovelicula

25 Eunitaria de la Pigura 3b ensamblada a una zona COrrespon-

idienﬁe de un dado semicoaductor. |
La Figura 4 musstra un artfculo de fabricacidn

Ge acuerdo con egta invenciodn.

La Pigura 5 miaestra vna vista de corte a secaié%

30 de un dado semlconductor que puede ser ubilizado cn la Ie-
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presentacidn preferida de este invento.

Y las Figuras 6 y 7 muestran confizuraciones dl—
ternativis para log dedos metdlicos del articulo que se
muestra ¢n la Flgura 4.

Bjemplo 1 ;

Las Piguras la y 1b muestran un conjunio somicon-
ductor L faebricado de acuerdo con una representacidn pre-f

feride du este invento. L conjunto 1 inecluye unw cubler—

ta metdlica exberior 2. Une cabeza aislante 3 eotd colocan
da denlro de la cabeza y dicha cabeze puede incluir, por :
ejemplo, un cristal, cerdmica o materisl sintético. Un |
substrateo metdlico 4 de buens conductividad téralca es soé-
tenido per.la cabeza 3. Una pluralidad de gulas de termi-i
nal 5 se exbtienden hacia arribe a través de la caboeza 3. 7

En este conjunto parvicular hay diez de dichas gulas de Ter-
¥ & 2

ninal es:aciadas perifericamente en relscidn con el subira—~

o 4. [

! Cads guia de terminal 5 puede comprender un metél
de conductividad adecuada y con un comficiente dc expansidn
| que corresponda al del material aislante de la cabeza. ;
;Cuando el waterial sislante es, por ejemplo, un crisial é

|

material de cerdmica, las gulas de termiual 5 couprenden

;preferenuemente un itetal de ooe£1c1ente de expensibn bajo |

i
. tal como una aleacién (Kovar) de 29 por ciento de niquel i
Epor peso, 17 por ciento de cobalto por peso y el reto eseqs

i cialmente de hierro. (Cada una de lag gulas de beruinal 5!

b
3

tiene un area de contacto 6 adyacente al subsitrato 4. Un
dado semiconductor 7 es soldado al subsirato 4 y tiene una

pluralided de zonas 8 conductoras de electricidad en la

superficie expuesta del dado, las cuales zonas correspons

I
K
I




den al nlmero de gulas de berminal 5.

Uadea zons conductora eotd ccucctads slectrica~

'
I
i
¢
!
|
i
i
i
i

mente a la gula verminal 5 corregopondiznie por medlo de u@

!
Gedo 9 en la Fforma de una pelicula metdlica afinada. Cadd
'
|

| 5
i para hacer contacto solamente con la zona O correspondien~

(&1

1
5 Vdedo Y tisne un extremo que es suficicntemente estrecho

éte del dado. Coda dedo 9 tiene una exiremidad exterior 11

;que es soldada a2 una gufa de terminal Y correspondiente.

§El dado 7 es fijado al subtrato 4 por medioc de una capa
10 %adhesiva 12 adecuada.

: Ejemplo II

La figura 2 nmuestra un conjunto semiconductor de

|
i

acuerdo con una representacibn alternaiiva de esya invencién.

Dete conjunto comsiste de una armazdén unitaria de plomo

7
!
| o .

15 {13 que comprende una pelicula metalice que Piene una plu-
! . ; . .
jralidad de gufas de terminal 14 gue se extienden hacia deﬁ—

i

tro y hacla una regidn central 15. Un dado 7 estd coloca@o

'
i
i

‘en la regién central 15 y tiene un nimero de regiones se-—

?

i miconductoras activas y una pluralidac de zonas 8 conducto-

20 %ras de electricidad(corresvondientes al nlmero de gulas dd
jterminal 14).

| Un dedo afinado 9 en forma de pelicula metdlica

i conecta electricamente cada zona 8 con la gula de terminal

f
i
T
!
i
i
i

él4 correspondiente. EL dado 7 puede ser sostenido solame?-
25 | e por los dedos 9, o toda la regién centrel 15 puede estar

| mecénica v electricamente protegida mcdiante un uatberial ‘
aislante adecuado 16 el cual puede comprender, por ejemplé,
un pléstico moldeable 0 cristal de btemperatura baja. Desﬁués
gue el conjunto estd completo la armazén de plomo 13 es cor—

30 tada por lad lineas punteadas 17 para aislar electricamen-

18.9.68 -5




las guias de terminal entre si.

Seguidanente se describird el proceso por el cuél
se fabrican los conjuntos que se muestran en las Figuras i
la, 1b y 3a.

5 Se proporciona una armazén de contaco 18 (véase!
la Figura 3a) en forma de pelicula metdlica unitaria que E
tiene un espesor en el orden de los 1 a 2 mils. Una peli%
cula ds un espesor que no exceda de 2 mils es empleada coﬁ

preferencia ya que se hace dificil proveer porciones de

10 ‘extremo suficientemente estrechas en peliculas que tengan:
un espesor mayor. La armazén 18 de contacto tiene una plu-
ralidad de dedds afinados 9 que se extienden hacia dentro:
en una abertura 19 em la pelicula. Cada dedo 9 tiene una%
poreidn de extremo 10 relativemente esirecha (tipicamente;
15 de 2 a 4 mils de ancho) que estd adaptada para coincidir
con une zona correspondiente 8 del dado semiconductor T
al cual serd ensamblads lg armazdén de contacto 18,

La armazén de contacto 18 es también provista con
porciones exbtendidas 20 y 21. La porcidn extendida 20
20 tiene un agujero 22 en la misma y la porcién extbendida 21
tiene una ranura 23. Las porciones extendidas 20 y 21 con
el agujero 22 y la ranura 23 son respectivamente utilizadgs
'para el objeto de alinear y asegurar que coincidan las pox

iclones de extremo 10 de los dedos 9 con las zonas correspon-

25 dientes § del dado semiconductor 7 con el cusl seré ensam
blada la armazdén de contacto 18.

La armazdén de contacto 18 puede ser construida
con materiales que comprenden una gran variedad de metales
requiriendose solamente que el material pueda ser scldado

30 por un extremo s las zonas 8 del dado semiconductor 7 y por

18-9.68 d 5 -
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el otro extremo a las zonas de berminal de cualquier uni-
dad (en el caso de usarse tal estructura) en la gue deberd
¢olocarse la armazdén de contacto. ILa armazbn de contacto
18 puede ser fabricada por un proceso de fotograbado para
producir dedos que tengan porciones de exiremo looalizada?
con exactitud y con las medidas requeridas. Los metales !
adecuados para la armazbén de contacto 18 son cobre, bron-
ce f£ésnico, bronce fosforoso, hierro, aluminio, niquel y

! Kovar,

Despuds de ser provisto el dado semiconductor de

la armazdén de contacto 18, teniendo la misma cantidad de

zonas conductoras 8 que las porciones de extremo 10 de los
!

dedos 9 y estando coincidentes los primeros con las segum-

das, el dado semiconductor es colocado adyacentemente a la

pondiente porcién de extremo 10 de los dedds. Cada zona

to con las zonas 8 correspondientes del dado, se dirige

cas caliente (tal como el gas formado con 1Op de hidrégenc
ly 907 de nitrégeno, a una temperatura de 625¢C.) hacia la
armazén de contacto y el dado para fundir la soldsdura de

las zonas 8, formdndose asi una conexidén de soldadura enty

cada zona y la porcién de extremo correspondiente. De est
imanera se forman simultaneamente todas las conexiones de
.soldadura.

La superficie de todas las: porciones de extremg

de los dedos que se van a soldar debe estar muy limpia ¥

ra entre las porciones de extremo 10 de los dedos y las

abertura 19 de modo que cada zong 8 coincida con la corres-

8 comprende un "bache" levantando de soldadura. Cuando lés

poreiones de extremo de 19s dedos 10- son puestas en contac-—

libre de 6xido pera asegurar une buena conexién de soldady-

[¢]
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zonas correspondientes 8 del dado. ILos baches de soldaduéa
de las zonas del dado deben ser razonablemente uniformes.é
Un meterial de soldadura eutéctico, que contenga 2,53 de plg
ta ¥ 9755% de plomo por peso, brindard una conexidn mecéni—
ca y electricamente buena. =Esta soldadura particvlar se ﬁqg
i de a unos 3052C. ;
La Pigura 3b muestra una vista de corte a seccién
de una porcién de uno de los dedos 9. ELl dedo 9 oontienei
t una hendidura adyacente a su poreidn de extremo 10. Cuan;

do la porecidn de extremo 10 del dedo 9 es subsiguientemen<

‘e soldada & una zona 8 situada periféricamente en el da~
1] .
i . . )
ido 7, como se muestra en la Figura 3¢, la hendidura evita:
; . . . . !
ique el dedo 9 haga corto circulto inadvertidamente con el

i
! borde del dado.
i

Aungue se han utilizado conexiones de soldadura:
. o . sm s !
en la representacidn preferida, tembién se puede uﬁlllzari

otros métodos para soldar las porciones de extremo 10 de los

dedos a las zonas 8 correspondientes del dado. ®omo por!

ejemplo, se pueden utilizar técnicas de soldadura ultrasé@i—

ca o por compresibén térmica para soldar simulidneamente |

i

i todag las porciones de extremo de los dedos a lag zonas

. correspondientes del dado, siempre que las zonas y las pof-

ciones de extremo sean debidamente ocubiertas con o conten-
gan un material adecuado paras solder con la téonica parti-

cular que se desee emplear. : !

! Después de haberse soldado el dado con la armazén
de contacto 18 conforme se ha descrito, los dedos § son cér-
tados de la armazén de contacto 18 por la linea punteada '
24. La estructura resultantez2b, que se muestra en la Fi—é
gura 4, comprende un articulo en el cual estdn soldados §




E mu s{

\
{ nm\ !’

|
|
|

%los dedos 9, y estén sostenidos solamente por el dado 7

y se extienden hacia afuera del dado a manera de vigas,

|
_ . . . |
Cada dedo 9 tiene una porcién de extremo 10 coneciada mecd~

nicamente y electricamente a una zona & correspondiente dﬁl

5 i dado. Alternativamente, se puede decir que el dado 7 estd

isoldado a ¥ sostenido por los dedos 9.
El articulo 25 tiene un nimero de ventajas como

|un articulo intermedio o final de fabricacibén. En cualquier
?manipulacién posterior del articulo se nuede emplear un ag-
10 Epirador de vacio, que tenga diez recepticulos (correspondienr
i do con el ntmero de los dedos 9),, para coger el articulo
ghaciendo contacto solamente con los dedos 9 y evitar asi
%el hacer contacto fisico con el dado 7, con lo cual se dig-~
Sminuye la posibilidad de dallar el dado durante manipulacig-
15 gnes subsiguientes.
f El articulo 25 puede ser comprobado antes de usar
ilo para una unidad relativemente costosa, seglin se muestra
jen las Piguras la, 1b, ¥ 2. Ia prueba se puede realizar
jcon un instrumento adecuado, haciendo coatacto con cada
20 idedo v mediante las comprobaciones eléctricas que sean apro-
‘pladas. Los instrumentos de comprobacidn pueden llegar fa-
icilmente a los dedos 9 del articulo 25 ya que las extremi-
%dades exteriores 1l de los dedos gquedan relativamente blen
iseparadas entre =i en comparacidén con la separacidn que
25 existe entre las zonas 8 del dado 7. Ademéds, al poderse ha-
cer la comprobacidén sin necesidad de que los instrumentos
toquen directamente las zonas del dado, se disminuye también
la posibilidad de araflar el dado 7 o de ocasionar otro da-
' fio mecdnico al mismo.

30 Después de hacerse la comprobacién eléctrica al

18.9.68 -9 -
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i
i

!

s Bz uvy B4
b 4

articulo 25 purde: i) ser empleado como producto final;iij

ser colocedo en una odpsula, mediante encubrimiento del da~

déo 7 y las poroiomes adyacentes de extremo 10 de los dedo$

9 con un material de cristal o aislante sintético adecuadé;

0 iii) ensamblando en una unidad convenchional como, por

ejemplo, del %ipo que se muestra en las Figuras Ia y Ib, ?

en la Pigurs 2. :

ELl artfculo 25 puede, por ejemplo, ser simple-

mente ensamblado para proporcionar la estructura resultan-

te que se muestra en las Figuras la y 1b, cogiéndolo con ;

un aspirador de vacio y colocdndolo en la cubierta 2 de ;

modo que las extremidades exteriores 11 de los dedos 9 que-

c |
den coincidentes con las areas de contacto 6 de.las guias,

de terminal correspondientes 5. Las exitremidades 1l de i

los dedos son entonces soldadas a las areas de contacto 6i

para completar la conexién elécirica entre cada zona 8 y |

¢
t

:su guia de terminal 5 correspondiente, Tanbo las arcas dé

i

!

soldadura adecuado.

La soldadura de las exltremidades 11l con las area
de contacto 6 pueden realizarse empleando une plancha de

soldadura de forma adecuada para calentar las regiones que

. contacto 6 como las superficies adyacentes de las extremi%

]
’ . . f
dades 11, o ambas, pueden ser cubiertas con un material deé

: gse desea soldar, Se puede desear que las areas de contacé

to 6 sean previamente calentadas a une temperaturs ligera-

mente inferior al punto de la soldadura empleada. Es pre-i

ferible que el materiel de soldadura que se utilice para

soldar las exbremidedes 11 de los dedos con las areas de

i

i
1

contacto 6 tenga un punto de fundicidn mds bajo que el dei

material empleado para soldar las porciones de exiremo 10

S
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gurar que las soldaduras entre las porciones de extremo de
los dedos y las zonas del dado no serdn afectadas cuando &
sueclden las extremidades 11 de los dedos con las areas de

contacto 6 de las gulas de terminal 5. Se ha podido com-

probar que no es necesario que la soldadura entre las extr

midades 11 con las areas de contacto 6 tenga un punto de

las porciones de extremo de los dedos com las zonas del

dado, siempre gue se emplee un procedimiento para soldar

suficientemente rédpido y que tenga las caracteristicas apr

piadas de tiempo y temperatura. Se prefiere el empleo de

une soldaura eutéctica de plomo y antimonio gue fenga un
grado de fundicidén de 2522C. para soldar las extremidades

de los dedos con las areas de conbtacto. Tal soldadura

;puede ser, por ejemplo, 88% de plomo y 123 de antimonio por:

! peso.

|
|

i

de los dedos con las zonas 8 del dado. Esto ayudard a asé-

| que genere calor para hacer las soldaduras. Se puede empl

e

o

fundicidn méds bajo que el de la soldadura empleada para unir

[o2H)

También se puede emplear, alternativamente, un gas

eaxr

itambién otras técnicas para soldar gque produzcan las conexio-

fnes deseadas . Al empplearse soldadura ultrasbénica entre
Elas porciones de extremo 10 de los dedos y las zonas 8 del
! dado, éstas Ultimas pueden comprender aluminio y las por-

iciones adyacentes de extremo de los dedos deben comprendeﬂ
|

i
1
i

fmaterial susceptible a ser soldado ultraséniceamente, tal

preferentemente o estar cubiertas de una capa delgada de

como el aluminio,

La superficie inferior del dado 7, o sea, la su-

perficie que no tiene zonas 8, puede ser cubierta con una

Isu.bstancia adhesiva 12 adecuada para establecer una unién

- 11 -
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1

i
{
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i
!

fuerte y de buena conductividad térmica con el substrato 5
4. En otra alternativa y para este objeto, se puede depo%
sitar primeramente una capa adhesiva 12 sobre el substrat6
4. f
5 Después de asegurar el articulo 12 a la unidad ;
i que se muestra en las figuras la ¥y 1b, se puede emplear
una bapa (que no se muestra) para sellar la unidad. Ia té—
pa puede cubrir 21 articulo 25 y estar mecdnicamente sold%—

fda a, la cubierta 2,

10 En la Figurae 2 se muestra otra unidad de ensambia—
;je gue puede ser fabricada allernativamente de manersa simi—
élar a la ya explicada. Se coloca el erticulo 25 dentro :
%de ka regién central 15 de la armazbn de plomo 13 de modo%

t que la extremidad exterior 1l de cade dedo 9 coincida con%

:

§ ,
15 iuna gula de terminal correspondiente 14. Cada extremidad ]

gexterior 11l es entonces unida a su correspondiente zuia i
%terminal 14 como, por ejemplo, con goldadura 0 por método%
gultrasénicos. Seguidamente el conjunto puede ser usado eﬁ
esta forma o puede ser primersmente puesto dentro de una %
20 cépsula, por ejemplo, inyectando une caps en forma de mol-
éde de cristal o de material sintético aislante 16 sobre ei

[ artfculo 25 y las porciones de las gufas de terminal 14

adyacentes a las extremidades exteriores 11 de los dedos
Ejemplo III

Le Pigura 5 muestra una vista de corte a seccidn

JREUIR '~ YRS
o

25

i de uikx dado tipico que puede ser empleado en la fabricaoiég
de un conjunto dispositivo semiconductor de acuerdo con i
este invento. g
El dado 7 que se muesire en la Figura 5 compren%

30 de un materisl semiconductor monolitico tal como el_silicéno

H
3

18.9.68 - 12 -
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Se deberd comprender con claridad que este invento es apli

giones activas semiconductoras, prescindiendo de si esas

cable a cualguier dado adecuado que posea un numero de re-

trico.

El dado de silicdn 7 que se wuuestra en la Figu-

do que comprende regiones adyacentes 27 y 28 con tipos de

conductividad nutuamente opuestos. EBn la capa epitaxial
: I
fnes adyacentes 29, 30 y 31 de tipos diferexntes de conduc-
| tividad altsrnadamente dispuestas.

Cada una de las regiones activas 27 hasta la 31,

‘inclusives, estd en contacto con una capa de electrodo de

!aluminio correspondiente 32. Una capa aislante 33 de, por

 ejemplo, bidxido de silicdn, es dispuesta sobre la super-
|

 ficle superior del dado 7. La capa aiclante 33 tiene agu-
: jeros através de los cuales se extienden los varios contag

i tos 32. Una caps de aluminio depositada recubre la capa
1

regiones estdn situadas en un cuerpo semiconductor monolfl
|

tico o estén aisladas electricamente por algin medio dieléc-
]

26 se forma también un transistor que comprende las regio-=

t

ra 5 tiene una capa epitaxial 26 de, por.ejemplo, materia%
semiconductor de tipo N, bteniendo su substrato una conduc%i—

vidad de tipo P. #n la capa epitaxial 26 se fprma un dio+

icién 34 de cada pelfcula de aluminio de interconexién y

fcada zona 8 del dado, que la recubre, hay depositada una

| capa de material soldeable tal como el oro (solamente parz

!diSpOSitiVOS de ‘lemperaturs relativamente baja) o el niguedls

;Cada zona 8 del dado, comprende un "bache" leventandd de gol

{ dadura en la capa soldeable 35 correspondiente.

i

-13 -

' aislante 33, v conecta eléectricamente cada contacto 32 a una

. zona 8 correspondiente del dado. Interpuesta entre la pof—
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.

Los ahillos 36 y 37 rodean al diodo y al transig-
1 tor, respectivamente, y son de un neterial de conductivi—i
dad de tipo P+. Lestos anillos, conjuntamente con el subs=-
trato que estd debajo, sirven pera aislar electricamente %
gl diodo y al transistor, uno del otro y de cualquiera otfos
| elementos del dado 7. 1
Las Piguras 6 y 7 muestran configuraciones alte#-
nativas pars los dedos 9. En la Pigura 6 se muestra un d%-

do 9‘alternativo que tiene una seceidn curvada flexible 38.

@
v

;La seccldén curvada 38 sirve para permitir variaciones en ia
%longitud de los dedos 9’debido a, por ejemplo, expansione@
v contracciones térmicas de los dedos.

La Tigura 7, similarmente, muestra una vista deE
corte a seccidn de un dedo 9’7 que tiene una porcibn curv%—

éa 39 que acomoda, de igual modo, variaclones pequeiias en;

la longitud del dedo debidas por ejemplo, a expansidn o

‘

contraceidn térmica. i

!

{

!
| H
; La armazén de contacto 18, que se muestra en la!
i . . . . Lot
iFPigura 3a, no tiene que ser mnecesariamente un miembro 1np;

!denendlente, pero puede comprendsr una porcidén de una léml—
{

'na o cinta relativamente grande que contenga un gran nimero

de dichas armazones de contacto. Las extensiones de Indi-

i

] }
fce 20 y 2L en la armezdén y el agujero 22 y la ramura 23, go-
1rrespondientes, pueden ser entonces respectivamente usados

i
'para alinear con exactitud los dedos 9 de la asrmazdén de ;

’contaeto con las zonas de un dado correspondiente con maqu1—
inarla automdtica.

:
i

| La maguineria automdtica, después de hacer dlcbo
zal:.neam:.en.‘to, puede ser empleada para soldar s1multaneamenr

,te las porciones de extremo 10 de los dedos a las zonas 8‘
E |
| !

- 14 -

rameiinde 4 maain

'
{
i
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mitica se puede emplear pars alinear las extremidades 11
los dedos 9 del articulo 25 con las correspondientes gufas
de terminal 5(figura la y 1b) o 14 (figura 2), y para sol-

dar similtaneamentefodas las extremidades de dedos a las

gulas de terminal correspondientes.

La presente solicitud que corresponde a la pre-

!
!
1
i

bre de 1967, bajo el mimero 693.833 se gcoge a los benefi-
cios del articulo 51 del vigente Estatuto sobre la Propied
Industrialy,

-N 0 2 A -~

Los puntos de invencidn proﬁia ¥y nueva,que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Patent
1de Invencién en Espafia, por VEINTE gfios son los siguientes
| 1.-Un procedimiento para fabricar un articuloc se
miconductor que comprends: proveer un dado que tenga un mij
mero de regiones activas semiconductoras teniendo una supel
ficie dada de dicho dado una pluralidad de zonas soldables

y conductoras de electricidad dispuestas sobre la misma cad

—15-

9 para formar el artfculo resultante 25, la maquineria aujo~

gsentada en Estados Unidos de Américg con fecha 27 de Diciem-

©

Pd

W
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por lo menos una de dichas regiones sctivas, caracteriza~

con gbertura que tiene una pluralidad correspondiente de
dedos que se exlienden por dicha gberturs, teniendo cada

dedo una porcidn de extremo que coincida con una zona coO-

tura, colocando dicho dado adyacente g dicha sherturs de
modo que cada porcibn de extremo de dedo coincide con una

zona correspondiente del lado, soldando cadg porcidn de

formar una unidn mecdnica de buena conductivided eldcirics
y cortando dichos dedos de la pelicula unitaria entes de
la colocacidn en la capsula u otro empaguetamiento final

para proporcionar una pluralidad correspondiente de dedos

tienden hacig afuera del mismo,

2.~Un procedimiento segin la reivindicacidn 1
en el cusl dicho dado es comprobado eléctricamente hacién-
dose contacto eléctrico solamente con los dichos dedos ai
lados, con anterioridad al empaquetamiento de dicho arti-
culo,

3.~Un procedimiento de scuerdo con la reivindic
cidn 1, en el cual dicho paso de soldadura comprende sol-
dar simultaneamente todas las dichas porciones de extremo
de dedo a las zonas correspondientes.

4,~Un procedimiento de acuerdo con la reivindi-

cacibén 1 en el cual cada uno de dichos dedos coriados

ciada su poreidn de extremo,

5.,~Un procedimiento de acuerdo con lg reivindi-

~16—

do por log pasos de proveer una pelicula metdlica unitaria

es afinagdo con una extremidad relativamente grande y espa<

ung de dichas zonas estando aparejada electricamente con |

rrespondiente cuando dicho dado estd adyacente a dicha aber-

extremo de dedo a la zona correspondiente de dicho dado para

als—

lados que estdn sostenidos solamente por dicho dado y se ex-

PO~




10

15

20

25

cacidén 2 yue comprende los pasos adicionales de proveer
una unidad de terminal que incluye una pluralidad'eorres—
pondiente de gulas de terminal, teniendo cada gufs de
terminal un area de contacto adaptada para coincidir con
una extremidad de dedo correspondiente, colocando el dichd
do en dichg unidad despuds de hacerse la comprobacidn eldc
trica, de modo que las extremidades de los dedos soldadas
éal dedo coinciden con un areé de contacto de una gula ter-
'minal corregpondiente, y soldando cada extremidad a3l area
de contacto correspondiente,

6.-Un procedimiento de acuerdo con la reivindi-
cacibn 5 en el cual dicho paso de soldar la extremidad
no afecta la soldadura entre la porcidn de extremo del ded
¥ la zona correspondienie del dado.

Te=Un procedimiento de gouerdo con la reivindica

}cidn 5 en el cual dichas extremidades de dedo son soldadas

gsimultanesmente con las areas de contacto de lag gulas de

Yerminal corresgpondientes

8,.=~Un procedimiento para fabricar un articulo se
miconductor,
Tel y como se ha descrito en la lemoria que an=-
‘tacede, representado en los dibujos que se gcompafian y con

los fines que se han especificado,.

Egta Memoria consta de diecisiete hojas escritas

B miquina por una sola cara.
Madrid, 24 DIC. 1968 |
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